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EPMOLD MP50
Hafif epoksi modelleme pastasi
ACIKLAMA

EPMOLD MP50, planet mikserde karistirilan ve kaba sekillendirilmis bir alt yapi Gizerine elle 10-50 mm kalinlikta
uygulanan, oda sicakliginda kirlenebilen epoksi modelleme pastasidir. EPMOLD MP50'nin kap émri uzun,

ekzotermik is1 agida ¢ikisi disuktir. Blyik modellerin, kaliplarin ve hafif kontrol fikstlrlerinin Gretiminde kullanilir.

OZELLIKLER

» Agirlikga karisim orani 1:1

» Uzun kap 6mri ve duslk ekzotermik isi
* Elle veya planet mikserde karistirma

« Hafiflik ve kolay frezeleme

* 50 mm'ye kadar uygulama kalinligi

* Frezeleme sonrasi dizgun ylzey

FiZIKSEL OZELLIKLER
Deney standardi

Agirlikga karigim orani

Gorundm Gorundm

Renk Gorinum

25°C'de yogunluk (g/cm3) 1ISO1675:1985
25°C'de kurlenmig Griiniin yogunlugu 1ISO2781:1996
25°C'de kap émri (500)

25°C'de frezelemeye kadar gegen slre

Raf 6mri
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Ekzotermik reaksiyon egrisi

25°C'de MP50 ekzotermik reaksiyon egrisi (500 g karisim)
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RECINE

100

Pasta

Beyaz
0,50-0,55
0,45-0.50g/cm3
40-70min

16-20 saat

12 ay

SERTLESTIRICI
100

Pasta

Pembe

0,45-0,50
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MEKANIK OZELLIKLER
Deney standardi EPMOLDMP50
Sertlik 1SO868:2003 Shore D 52-60
Egilme dayanimi ISO178:2001 10-20MPa
Basma dayanimi 1ISO604:2002 15-25MPa
Tg (25°C'de 7 guin kiirleme) ISO11357:2002 >50°C
(DSC)
Tg(25°C24h+40°C16h) 1SO11357:2002 >60°C
(DSC)
Isil genlesme katsayisi (CTE) 1ISO11359:1999 Yaklasik 45 x 10-¢ K-
Azami uygulama kalinhigi 50mm
(1): Standart numunelerde 40°C'de 16 saat kurleme sonrasi elde edilen ortalama degerler.
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UYGULAMA ISLEMI

iki bileseni belirtilen oranda elle veya planet mikserde karistirin. Homojen hale geldikten sonra pastayi kaba
sekillendirilmig alt yapiya bastirarak uygulayin. Aderansi iyilestirmek icin dnce elle veya bir aletle ince kat
uygulanmasi énerilir. isleme éncesinde oda sicakhiginda 16-20 saat kiirlenmeye birakin.

AMBALAJ
EPMOLDMP50RESIN EPMOLD MP50 SERTLESTIRICI
1x8.0kg 1x8.0kg

DEPOLAMA

Her iki bilesenin raf dmrU, kuru bir yerde orijinal agiimamis ambalajlarinda 15-25°C'de saklandiginda 12 aydir.
Dusuk sicakliklarda malzeme sertleserek karistirmayi zorlastirabilir. Karistinlabilecek kadar yumusayana dek
40-60°C'ye 1sitiimasi onerilir. Bu 1sitma islemi nihai Grindn ézelliklerini etkilemez. Agiimis ambalaji kullanimin
hemen ardindan sikica kapatin.

ONLEMLER

Bu drunleri kullanirken genel saglik ve guvenlik 6nlemlerine uyun: iyi havalandirma saglayin; eldiven ve koruyucu
g6zIuk kullanin. Daha fazla bilgi igin Grintin guvenlik bilgi formuna bagvurun.

GARANTI BILGILERI - LUTFEN DIKKATLE OKUYUN

Bu bilgiler iyi niyetle sunulmus olup dogru olduklarina inaniimaktadir. Ancak Urtnlerimizin kullanim kogullari ve
yontemleri kontrolimulz diginda oldugundan, bu bilgiler Grtinlerin amaclanan son kullanim igin gavenli, etkili ve
tamamen uygun oldugunu dogrulayan musteri testlerinin yerine gegmez.
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